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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)提出并归口。
本文件起草单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、连云港市食品

药品检验检测中心、江苏长电科技股份有限公司、国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研

究院。
本文件主要起草人:成兴明、侍二增、杨晖、崔亮、陈灵芝、曹可慰、管琪、李云芝、李小娟、谭伟、

李建德。
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电子封装用环氧塑封料测试方法

1 范围

本文件规定了电子封装用环氧塑封料的外观、凝胶化时间、螺旋流动长度、飞边、热硬度、密度、导热

系数、黏度、玻璃化转变温度、线性热膨胀系数、吸水率、阻燃性、电导率、pH值、钠离子含量、氯离子含

量、溴离子含量、溴含量、锑含量、氯含量、灰分、铀含量、弯曲强度、冲击强度、成型收缩率、粘结强度、体
积电阻率、介电常数、介质损耗、击穿强度等的测试方法。

本文件适用于半导体分立器件、集成电路及特种器件的电子封装用环氧塑封料性能测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期所对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用

于本文件。

GB/T602—2002 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T1043.1—2008 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验

GB/T1408.1—2016 绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分:工频下试验

GB/T1409—2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损

耗因数的推荐方法

GB/T2408 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB/T2411—2008 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)

GB/T3139—2005 纤维增强塑料导热系数试验方法

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T9723—2007 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则

GB/T9724—2007 化学试剂 pH值测定通则

GB/T16597—2019 冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
飞边 flashandbleed
环氧塑封料在模塑过程中,溢入模具和框架结合面之间,并残留在框架上的剩余料。

3.2 
后固化 postmoldcure
环氧塑封料在塑封结束后,将塑封完的材料放入175℃热风循环烘箱中继续恒温一段时间,分子间

的交联反应还会继续,固化度不断增加的过程。
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